
由于元器件焊点对应变失效非常敏感，因此PWB在最恶劣条件下的应变鉴定显得至关重要。对所有表面处理方式的封装基板，
过大的应变都会导致焊点的损坏。这些失效包括在印制板制造和测试过程中的焊球开裂、线路损坏、焊盘起翘和基板开裂。

印制板应变测试

为什么要进行应力测试

运用应变测量来控制印制板翘曲已被证实对电子工业是非常有利的，而且其做为一种甄别有害制造工艺的方法也被不断地认可。
然而，随着互连密度的增加且变得更脆，翘曲导致损坏的可能性也在增大。许多印制板组装者/企业现在被要求在其客户或元器件供
应商指定的应变水平下进行操作。

通过对制造变动敏感区域的确认，应变测试为产量的提升指明了方向。应变测量成为未来工艺改进的基准，并可对调整的效果
进行量化。需要进行应变测量的典型制造步骤如下：

SMT组装过程：
⑴ 分板（裁板）过程
⑵ 所有人工操作过程
⑶ 所有返工和修正过程
⑷ 连接器安装
⑸ 元器件安装

印制板测试过程：
⑴ 在线测试（ICT）
⑵ 印制板功能测试（BFT）或等效的功能测试

机械组装：
⑴ 散热片组装
⑵ 印制板的支持物/增强板组装

应力测试背景

印刷电路板测试机械组装

SMT组装
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应变测量过程

IPC/JEDEC-9704印制板组装应变测量过程：
对SMT之后每个工序进行应力测试，可以帮助鉴定相关的制程变异。同时也能对复杂弯曲处的状况有很好的了解。

应力测试的范围

1.   只要所有机械负荷的特性要求都满足，使用替代的印制板就是可接受的。但印制板上必须有以下的元器件。

(1)  大物理尺寸、大质量的元器件。

(2)  对印制板有机械约束的元器件，例如汇流条，长连接器等。

2.   建议在装配前先检查下测试板是否有过大的翘曲。另外可能需要考量的是焊料老化的影响在解释结果时必须要考虑到这点。

3.   建议任何尺寸大于或等于27×27mm的BGA器件都进行测量。例如载带球栅阵列（TBGA），倒装芯片球栅阵列
（FCBGA），增强型球栅阵列（EBGA），陶瓷球栅阵列（CBGA）和满足此条件的低抬起高度BGA元器件都必须要鉴定。

4.   如果PCB上所有的BGA器件的封装尺寸都小于27×27mm（例如手持设备，移动电话等），那么至少要测量其中最大的三
颗BGA元器件。
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